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Veroffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR BONDING SUBSTRATES
(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BONDEN VON SUBSTRATEN

(57) Abstract: The invention relates to a substrate holder (1', 1", 1") for curving a substrate (7), said substrate holder comprising - a
fixing plate (3) for securing the substrate (7), and - curving means (6, 6', 6") for curving the fixing plate (3), wherein the fixing plate
(3) is designed in such a way that the curvature of the substrate (7) can be adjusted in a targeted manner. The invention also relates
to a corresponding method.

(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen wird ein Substrathalter (1',1",1") zum Kriimmen eines Substrats (7), aufweisend - eine Fi-
xierplatte (3) zur Befestigung des Substrats (7), - Krimmungsmittel (6, 6', 6") zur Kriimmung der Fixierplatte (3), wobei die Fixierplatte
(3) derart ausgebildet ist, dass die Kriimmung des Substrats (7) gezielt einstellbar ist, sowie ein korrespondierendes Verfahren.



